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CPU的铜制造技术简介 

 
AMD最新推出的“雷鸟”系列 CPU，全面采用了铜制造技术，有效的提高了 CPU性能，

并降低了 CPU生产成本。 
所谓铜技术实际上是采用铜这种优良的导体来代替铝用于集成电路中晶体管间的互联，

从而可以在相同条件下减少约 40％的功耗，并能轻易实现更快的主频。比如 IBM公司为苹
果公司的新型 iBook提供经过特殊设计的铜工艺芯片，这种耗能很低的芯片可以使 iBook能
够用一块电池工作一整天。铜技术的优势主要表现在以下几个方面： 

    一是铜的导电性能优于现在普遍应用的铝，而且铜的电阻小，发热量小，从而可以保
证处理器在更大范围内的可靠性； 

   其二采用 0.13mm以下及铜工艺芯片制造技术将有效提高芯片的工作频率；并能减小
现有管芯的体积。不过铜技术的专利绝大多数掌握在 IBM和 Motorola公司手中，而非一项
公开的技术，所以 Intel 认为铜技术只有在 0.13mm 以下的生产工艺中才能产生效益，计划
在 1GHz以上的 CPU中才采用该技术。 

  AMD 对铜技术的反应则要积极一些，将通过与铜技术专利的另一个主要持有者

--Motorola的合作来优化 AMD 处理器的能力，在今年，就将采用铜技术来生产定位于高端
市场的 K7。总而言之，今后新型 CPU采用铜技术将是大势所趋。 
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